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Beschreibung Die beiden Elemente Chipmodul und Batterie sind 

dabei in der Regel nicht so biegeweich ausgebildet, wie 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Chipkarte mit der eigentliche Kartenkorper aus Plastik. Wenn die 
einer Batterie so wie ein Verfahren zur HersteUung ei- Kane im t&glichen Gebrauch gebogen wird, ergeben 
nerChipinodul/Batterie-Einheil 5 sich daher Diskontinuitaten im Biegeverlauf der Karte. 

Als Chipkarten werden gewahnlicb Karten bezeich- An den Obergangen an den biegeharteren Kartenele- 
net, die in ihrem Kartenkdrper aus Plastik einen IC-Chip menten und dem Kartenkdrper verursacht ein Biegen 
tragen, wobei der IC-Chip einen Speicberbereich auf- der Kane mechanische Spannungsspitzen, die die Karte 
weist, in den Daten einspeicherbar sind, die den Karten- auf Dauer beschadigen kdnnen. Eine raumlicbe Vereini- 
inhaber ausweisen konnen oder als abbucbbare geld- 10 gung der Elemente Chipmodul und Batterie reduzien 
werte Einbeiten behandelt werdea Der Datenaustausch die Anzahl der kritischen Oberginge zwischen den bie- 
mit einer solchen Chipkarte kann prinzipiell auf zwei geharteren elektrischen Eleraentea und dem Karten- 
Anen erfolgen, zum einen mittels auf der Kartenober- kdrper auf einen einzigen Obergangsbereich, der sich 
flache enthaltenen Kontaktflacben und zum anderen zudem vorteilhaft auf den Biegeverlauf der Kane aus* 
kontaktlos, beispielsweise induktiv fiber eine elektroma- is wirkt, weil die Biegsamkeit der Kane dann stufenweise 
gnetische Ankoppelung einer auf der Karte vorhande- von dem sehr biegeharten IC- bzw. Chipmodul Qber die 
nen Spule an ein Auslesegerat Obwohl es eine groBe biegeweichere Batteriezelle in den sehr biegeweichen 
Anzahl von unterschiedli c hen Kartentypen gibt, haben Kartenkdrper ubergeht 

sich einheitliche Kartenabmafle durchgesetzt, durch die GemaB dem erfindungsgemSflen Verfahren lafit sich 
insbesondere die Kanendicke auf 0,76 mm festgelegt 29 die Chipmodul/Batterieeinheit in iuBerst einf acher und 
wird. kostengunstiger Weise heretellen, wobei das Verbonden 

Insbesondere die so festgelegte Kanendicke engt die der AnschluBkontakte der Batteriezelle mit AnschluB- 
technischen Mdglichkeiten ein, neben dem IC-Chip kontakten des IC-Moduls sowie das anschlieBende Ver- 
noch weitere elektronische oder elektrische Bauele- gieBen gewahrleisten, daB das IOModul flexibe) in der 
mente, wie etwa eine Batteriezelle in die Karte zu inte- 25 Aussparung der Flachzelle gelagen ist und somit die 
grieren. Das Integrieren einer Batterie ware jedoch beim Gebrauch der Karte auftretenden mechanischen 
wQnschenswert, da dies neue Funktionsweisen erdrmen Spannungen die Funkdonsflhigkeh nicht beeintrachti- 
wurde, wie beispielsweise das Anbringen einer LCD- gen. 

Anzeige, die dann von dieser Batterie versorgt werden Weiter kann durch die erfmdungsgemafie Kombina- 
kdnnte. 30 don von Batteriezelle und Chipmodul der IC direkt mit 

Auch sog. kontaktlose Chipkarten kdnnten mittels der Batterie verbondet werden, so daB auf zusatzliche 
eingebauter Batterien in ihrer Funkuonsfahigkeit deut- Leiterbahnfolien verzichtet werden kann. Zusatzlich 
lich verbessert werden. In der DE-PS 41 31 222 wird bietet die Aussparung in der Batteriezelle einen idealen 
beispielsweise vorgeschlagen, eine Batterie vorzusehen, Begrenzungsrahmen fur die Gufimasse ^tm Schutz des 
um eine Bezugsspannung zur Identifizierung auflerer 35 IC 

SignalezurVerfugungzustellen. Im folgenden werden bevorzugte AusfQhnmgsfor- 

Weiter ist aus der DE-PS 34 27 287 ein Taschenrech- men der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf 
ner mit einer berausnehmbaren Batteriezelle bekannt die beiliegenden Zeichnungen naher eriautert Dabei 
Der Taschenrechner weist dabei eine Dicke auf, die ver- zeigen die Zeichnungen im einzelnen: 
gieichbar mit der von Chipkarten ist, und sieht fur die 40 Fig. 1 eine Modul/Batterie-Emheit gemaB einer er- 
Integration der Batteriezelle einen Metallrahmen vor, sten bevorzugten Ausfahrungsforra der Erfindung in 
bestehend aus einer oberen und unteren Metallschicht, der Aufsicht von der Oberseite, 
welche gemeinsam einen Hohlraum zur Aumahme der Fig. 2 die Modul/Banerie-Einheit gemaB Fig. 1 in der 
auswechselbaren Batteriezelle bildea Dieses Prinzip er- Aufsicht von der Unterseite, 

scheint aus verschiedenen GrQnden nicht Qbertragbar 45 Fig. 3 die Modul/Banerie-Einheit gemaB Fig. 1 und 2 
auf Chipkarten zu sein, insbesondere ware eine derarti- im Schnitt lings der Linie I-I, 

ge Konstruktion fur den Einsatz von Chipkarten nicht Fig. 4 eine Vorrichtung zur Montage des Chip-Mo- 
flexibelgenug. duls in die Batterie, 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Modul/Batte- 
grunde, eine Losung anzugeben, mit der eine Qblicher- 50 rie-Einheit gemaB der Fig. 1—3, 
weise verwendete Chipkarte mit einer Batteriezelle aus- Fig. 6 eine Modul/Batterie-Einbett gemafi einer zwei- 
gerflstet werden kann, ten bevorzugten AusfQhrungsform im Langsschnitt, und 

Diese Aufgabe wird zum einen durch den Gegen- Fig. 7 eine Modul/Batterie-Einheh gemaB einer drit- 
stand des Patentansp ruches 1 und zum anderen durch ten bevorzugten AusfQhrungsform im Langsschnitt 
das im Patentanspruch 12 angegebene Verfahren geldst 55 GemaB einer bevorzugten AusfQhrungsform wird als 

Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge- Batterie eine flache und flexible Batteriezelle verwen- 
genstandderUnteransprQche. det Diese wird im folgenden auch als Flachzelle be- 

GemaB der vorliegenden Erfindung ist eine Chipkarte zeichnet und kann beispielsweise eine Starke von 40 bis 
vorgesehen, bei der die Batterie als Flachzelle ausge- 760 um aufweisen. Von ihren sonstigen MaBen kann die 
fQhrt ist und das Chipmodul der Chipkarte zumindest 60 Batteriezelle eine GroBe aufweisen, die sich Qber den 
teilweise in eine Aussparung der Flachzelle eingepaBt gesamten Kartenkdrper erstreckt, um somit eine maxi- 
ist Ein derartiges Chipmodul welches den eigentlichen male Kapazitat zu erreicheo. 

IC tragt und AnschluBkontakte fQr die Kontaktierung Die Battiere- oder Flachzelle wird vorzugsweise voll- 
des ICs aufweist, ist als Zwischenprodukt erhaltlich und standig in den Kartenkdrper integriert, so daB maximal 
wird in erfmdungsgemaBer Weise mit der Batterie kom- & noch die Batteriekontakte an der Oberflflche des Kar- 
biniert, so daB eine Chipmodul/Batterie-Einheit ent- tenk6rpers erscheinen. 

stent, die dann in den Datenkdrper integriert werden Fig. 1 zeigt eine Aufsicht einer Batteriezelle 1, mit 
kann. einer Aussparung 4, in die ein Chipmodul 2 eingesetzt 
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ist, das aus einem IOChip 3, einem Tragerstreifen 20 denblatt 13 nacb oben auf das Hdhenniveau ffihrt, in 

{siehe Fig. 3) sowie ModulkontaktfUchen 9 bzw. 27 be- dem der sich ebenf alls nach oben geformte linke Metall- 

steht Der Chip 3 kann in einem vorangegangenen Ar- streifen 6 befindet Die beiden BatterieanschlOsse sind 

beitsschritt bereitsmit den Modulkontaktflachen 9 fiber somit als Metallstreifen auf gleichem Niveau angeord- 
Bonddrabte 11 verbondet worden seia Eine schutzende 5 net, wodurch sie in einfacher Weise rait dem Chip ver- 

VerguBraasse wind vorzugsweise jedocfa erst dann um bondet, an eine Leiterbandfolie geklebt und/oder als 

den Chip und die Bonddrahte aufgetragen, wenn der kartenauBere Kontaktflachen kontaktiert werden kon- 

Chip zusatzlich mit den Batterieanschlussen 6 und 7 nea Um die durch das AusfraBen freigelegten Batterie- 

verbondet worden ist schichten nicht kurzzuschlieBen, ist der Leiterstreif en 7 
Der gezeigte linke BatterieanschhiB 7 wird unmittel- 10 uber eine isolierende Schicht, vorzugsweise Qber ein 

bar durch das obere Elektrodenblatt 12 der Batterie Klebband 8, von der inneren Schnittkante der Batterie 

(siehe Fig. 3) gebildet Der gezeigte rechte Batteriean- getrennt 

schluB 7 muB dagegen Qber einen Leiterstreif en 7 mit Fig. 4 zeigt den Vorgang, mit dem das Modul 2 raittels 

dem unteren Elektrodenblatt 13 leitend verbunden wer- Greifhadeln 22 in die Aussparung der Batteriezelle 1 
den, wobei der Streifen 7 auch einstQckig mit dem Hek- is eingesetzt werden kann. Diese Montage kann auf einer 

trodenblatt 13 ausgebMet sein kann. Montagefolie erfolgen, die mit einer schwachen Kleb- 

Wenn die Modul/Batterie-Einheit in eine Karte ein- stoffschicht Qberzogen sein kann. Sowohl die Greifna- 
gesetzt wird, die von auBen kontaktierbar sein soli, er- deln 22 als auch die entsprechenden Greiferstifte 23, 
scheinen die Kontaktflachen 6, 7 und 9 auf der Karten- welche die Batteriezelle Qber die seitlichen AusfraBun- 
oberfiache. Das Auftreten der Batteriekontakte 6 und 7 20 gen 5 aumehmen^drflcken das Modul 2 und die Batterie- 
an der Kartenoberfiache ist jedoch optional und vor- anschlQsse 6 und 7 relativ zur sonstigen Batterieoberila- 
zugsweise nur fur den Fall gedacht, daB die Batterie che 12 nach unten in die Aussparung einer untergeleg- 
wahrend der Kontakuenmg der Karte in einem Termi- ten Formplatte 26 hineia Die Montagefolie 24 kann 
nal wieder aufgeladen wird. beidseitig klebebeschichtet sein, um die AnschluBkon- 

Fig. 2 zeigt die Modul/Batterie-Einheit der Fig. 1 von 2s takte auch dann noch in ihrer vertief ten Lage zu halten, 

der Unterseite. Der IC-Chip 3 ist sowohl mit den Modul- wenn die Greif ernadeln bzw. Greif erstifte wieder nach 

kontaktflachen 9 bzw. 27 durch Ldcher 10 in IC-Trtger- oben abgezogen werden. Die so fbderte Modul/Batte- 

streif en hindurch als auch unmittelbar mit den Batterie- rie-Einheit wird nun unter ein Bondiergerat befordert, 

anschlussen 6 und 7 verbondet das die Bonddrahte zwischen dem Chip 3 und den Batte- 

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht der Modul/Batterie- 30 rieanschlussen 6 und 7 ziebt AnschlieBend wird der ge- 

Einheit lings der Linie M der Fig. Z ErgSnzend zu den samte ausgestanzte bzw. ausgefrifite Freiraum 4 und 5 

Fig. 1 und 2 ist daraus zu erkennen, daB die Kontaktfia- im Inneren der Batteriezelle mit einer VerguBmasse 15 

chen des Chipmoduls und der Batterie 9 V 6 und 7 gegen- ausgefullt, um den IC-Chip und die Bonddrahte zu 

fiber dem oberen Elektrodenblatt etwas erhdht ange- schtltzen. Das VergieBen der erfindungsgemaBen An- 

ordnet sind. Dies hat den Vortefl, daB man das obere 35 ordnung bringt noch zwei weitere Vorteile. Zum einen 

Elektrodenblatt mit einer isolierenden Folie 17 (siehe isoliert die GuBmasse 15 die freigelegten Batterie- 

Fig. 5) abdecken kann und somit die Modul/Batteriean- schichten und zum anderen stabilisiert sie die Batterie- 

schlflsse ohne (tie Gefahr eines Kurzschlusses mh der anschhlsse 6 und 7, die nur aus dfinnen flexiblen Metal!- 

Batterieelektrode kontaktiert werden konnen. Die Folie streifen bestehen, in ihrer Lage. 

17 isoliert das obere Elektrodenblatt 12 von einer Lei- 40 Aitemativ kann auf die Montagefolie 24 verzichtet 

terbahnfolie 18 (siehe Fig. 5), die zum Beispiel uber ei- werden, wenn die Greif ernadeln 22 bzw. Greiferstifte 23 

nen Leitkleber leitend mit den ModulanschlQssen 9 bzw. nicht sofort nach dem Positionieren der Batterie und des 

27 verbunden ist und fiber ihre Leiterbahnen weitere Chipmoduls wieder abgezogen werden, sondera fiber 

Kartenkomponenten, wie etwa eine Antennenspule die Zeit des Bondens und VergieBens die AnschluBkon- 

oder eine LCD-Anzeige, mit Strom versorgt 45 taktflachen SJ und 9 gegen die Formplatte 26 pressen. 

Aus Fig. 2 ist weiter ersichtlich, daB die Batteriezelle Die Greiferstifte 23, die in die seitlichen Batterieausspa- 

vorzugsweise zusatzlich zu der ausgestanzten Ausspa- rungen 5 eingreif en, kdnnen in diesem Fall ein U-f6nni- 

rung 4 links und rechts noch hngerfdnnig ausgefraBt ist, ges Profil aurweisen, um ein Bonden auf die Batteriean- 

um Platz fur die BatterieanschlOsse 6 und 7 zu schaff en. schlfisse 6 und 7 zu ermdgtichen. 

Die Fig. 3 sowie die Fig. 4 und 5 zeigen insoweit eine 50 Ein zusatzlich er Vorteil dieser Montagevariante be- 

besondere Modul/Batterie- Variante, als die AnschluB- steht darin, daB die VerguBmasse die AnschluBkontakte 

kontakte der Batterie 6 und 7 nacb oben geformt sind nicht benetzen kann, da diese durch den Druck der 

und dadurch auf einer gemeinsamen Ebene mit den Mo- Greif ernade to bzw. -stifte 22, 23 gegen die Formplatte 

dulkontakten 9 liegend auf der Kartenoberfiache er- 26 gepreBt werden. Die Aussparungen 4 und 5 der Bat- 

scheinen. Wird diese Variante gewahlt, so kann die Bat- 55 terie kdnnen auch raittels eines SpritzguBverfahrens ge- 

terie von aufien wieder aufgeladen werden. ffillt werden. Die Tatsache, daB die nach dem VergieBen 

Dazu muB der Teil des oberen Elektrodenblatt es, der oder Verspritzen wieder entfemten Nadeln und Stifte 

die Decke des linken FraBloches 5 bildet, entlang der 22, 23 Aussparungen in der GuBmasse 15 hinterlassen, 

beiden Langsseiten des fmgerf armigen FraBloches vom ist nicht problematisch, da diese Seite von einer unteren 

fibrigen Elektrodenblatt freigestanzt werden (siehe 60 Deckfolie 21 (siehe Fig. 5) Qberdeckt sein kann. 

Fig. 2\ so daB in einem spateren Ar beitsschritt der frei- Die Batterie/Chip-Einheit kann anschlieBend als ferti- 

gestanzte TeO des Elektrodenblattes in Form eines Me- ges Zwischenprodukt von der Montagefolie angezogen 

tallstreifens aus der Elektrodenblattebene nach oben oder direkt von der Formplatte entnommen werden. 

geformt werden kann. Die rechte fingerfdrmige Ausspa- Fig. 5 zeigt die fertige Modul/Batterie-Einheit in ei- 

rung 5 ist im Gegensatz zur linken Aussparung als 65 ner perspektivischen Ansicht Darin wird nur eine der 

Durchbruch durch alle Batterieschichten hindurch aus- mdglichen vielen Varianten der Gestaltung dargesteUt, 

geformt Der rechte BatterieanschluB 7 wird durch ei- namlich die Variante, in der sowohl die Modulkontakt- 

nen Leiterstreif en gebQdet, der vom unteren Elektro- flache 9 als auch die BatterieanschlQsse 6 und 7 auf der 
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Kartenoberflache erscheinea Die entsprechende Kane gers 20 hindurch mi t dem IC-Chip 3 verbundezL Ahnlich 

ware also von auBen kontaktierbar und somit vorzugs- wie in Fig. 3 kann die BatteriezeOe 1 ausgehend von 

weise mh einer wiederaufladbaren Batterie ausgerustet ihrer zentralen Aussparung 4 zur Seite hin fingerfdnnig 

Der Modulstreifen 2, der auch als bloBer Metallstrei- ausgefrast sein, urn auf H6he des oberen Elektroden- 

fen ausgebildet sein kann, ist gemaB der dargesteUten 5 blattes 12 Platz fQr die BatterieanscfahiBflacben 6 und 7 

Ausftthrungsfonn mit einer Veriangerung ausgefuhrt. zu schaflea Der BatterieanschluB 6 muB im Unterschied 

Auf dem verlangerten Teil sitzen weitere Kontaktfla- zu Fig. 3 aUerdings nicht freigestanzt und herausgebo- 

chen 27, Qber die der IC zusitzlicbe Kartenelemente, gen werden, sondern wird unmittelbar durcb das freige- 

wie z. B. eine Antennenspule und/oder ein LC- Display, fraste Elektrodenblan 12 gebtldet Der BatterieanschluB 

selektiv mit Strom versorgen kana Die Kontaktflachen 10 7 wird dagegen wie in Fig. 3 durcb einen Leiterstreifen 

des verlangerten Modulteils befinden sicb auf dem Hd- gebfldet, der das elektrische Potential des unteren Elek- 

benniveau N* Mit HQfe einer entsprechend gestalteten trodenblattes 13 auf der Hdhe des oberen Bektroden- 

Formpiatte 26 (siehe Fig. 4) lifit sich eine derartige Ge- blattes 12 zuganghcb macht Ober Bonddrahte sind die 

staltung in einfacher Weise erreichea Auf dieser Hdhe Batteriekontakte 6 und 7 mit dem IC-Chip verbunden, 

kdnnen die Modulkontakte 27 leitend, z. R mittels eines 15 der mit der entsprechenden elektrischen Spannung se- 

Leitklebers, mit den Kontakten einer aufgelegten Lei- lektiv einen IC-Datenspeicher und/oder eine Spulenan- 

terbahnf olie 18 verbunden sein. Um die Leiterbahnen tenne und/oder eine LCD- Anzeige auf der Kartenober- 

der Folie 18 vor einem Kontakt mit dem oberen Hek- flache betreibt 

trodenblatt 12 der Batterie zu schutzen, kann zwischen FQr eine erste Variante kann die Chipkarte von auBen 

dem Hehenniveau Ni und N 2 eine isolierende Abstands- 20 kontaktierbar sein, und die Kartenbatterie muB nicbt 

folie 17eingefQgtseia aufladbar seia In diesem Fall dient die Batterie aus- 

Eine weitere Gestaltungsvariante hinsichtlich der ge- schlieBlich zur elektrischen Datenspeicherung. In die- 

zeigten Modul/Batterie-Einheit besteht daria die Batte- sem Fall sind die Modulkontaktflachen 9 nach oben hin 

rieanschlOsse 6 und 7 nicht auf das Niveau N 3 anzuhe- freiliegend Wenn die Modtil/Batterie-Einheiten in die 

ben, sondern auf dem Niveau Ni des oberen Elektro- 25 Aussparung eines vorgefern'gten KartenkGrpers einge- 

denblattes zu belassea In dieser Variante kann die Bat- setzt werden soil, erstrecken sich die Modulkontaktfla- 

terie nicht mehr wieder aufgeladen werdea Anderer- chen 9 vorteilhafterweise uber die ganze Oberflache des 

seits entfiilt dann auch der Arbeitsschritt, bet dem die IC-Tragers 20, da der IC-Trager ansonsten frei auf der 

linke BatterieanschluBflache 6 freigestanzt werden muB. Kartenoberflache erscheint Wenn die Modul/Batterie- 

GemaB einer weiteren Gestaltungsvariante wird die 50 Einheit dagegen von einem Kartenkorper umgossen 

Lage des Modulstreifens 2 verandert Die Modulkon- oder in Kartenfolien einlaminiert wird, kann eine obere 

taktflachen 9 werden von dem Niveau N3 auf das Ni- Kartenschicht seitlich der Modulkontakte 9 den IC-Trfi- 

veau N2 der Modulkontaktflache 27 abgesenkt Die ent- ger 20 nach oben hin abdecken. An ieitenden Elementen 

sprechende Karte muB dann von auBen kontaktlos, z. B. weist die Modul/Batterie-Einheit in ihrer ersten Varian- 

uber eine Antennenspule, die beispielsweise auf dem 35 te ausschliefilich die Batteriea nschlOsse 6 und 7, die 

Niveau N2 angeordnet ist, angesprochen werdea Bonddrahte 1 1 und die Modulkontakte 9 auf. 

Gemafl einer weiteren Gestaltungsweise liegt der Wenn bei einer zweiten Variante rusatzlich die Batte> 

Modulstreifen 2 unter der oberen Kartendeckfolie 18 rie aufladbar sein soil, wird die Modul/Batterie-Einheit 

auf dem Niveau N2 und die Batterieanschlusse 6 und 7 gemfiB der obigen Variante um die gezeigten Durch- 

schlieBen mit der Kartenoberflache ab (Niveau N 3 > Ei- 40 kontaktierungen 28 und Batteriekontaktflachen 30, 31 

ne Karte mit dieser Modul/Batterie-Einheit ist zwar im erganzt 

allgemeinen nur kontaktlos koppelbar, kann aber uber GemaB einer dritten Variante kann die Chipkarte 

die Batterieanschlusse 6 und 7 von Zeit zu Zeit wieder Qber eine Antennenspule in der Karte kontaktlos mit 

aufgeladen werden. einem Terminal kommnnizicren. Eine Kartenbatterie 

Fig. 6 zeigt einen L&ngsschnitt durch eine AusfQh- 45 verstflrkt die Sendeleistung zum Terminal hia In diesem 

rungsform, bei der der IC-Trager 20 im Unterschied zu Fall wird die Modul/Batterie-Einheit "auf den Kopf ge- 

den Fig. 1 bis 5 vergrdBert ausgebildet ist Dies hat den dreht*, so daB die Modulkontaktflachen 9 nach unten 

Vorteil, daB die AnschluBkontakte der Batterien nicht zeigea Die Modulkontakte kdnnen somit an die Karte- 

uber das obere Elektrodenblatt 12 der Batterie hinaus nantenne, welche auf einer unteren Kartenfolie sitzt, 

nach oben geformt werden mussen, um gezielt kontak- 50 angeschlossen werdea 

tiert werden zu kdnnea Vielmehr deckt in diesem Fall Wenn eine solche kontaktlose Karte gemaB einer 

der IOTragerstreifen 20 das Elektrodenblatt 12 nach vierten Anwendung zusltzlich aber zwei Kontaktfia- 

oben hin isolierend ab, von wo aus das Chipmodul und chen verfQgen soil, Qber die man die Kartenbatterie von 

eventuell auch die Batteriezelle kontaktiert werden Zeit zu Zeit aufladen kann, werden neben den jeweili- 

kdnnea 55 gen Bonddrahten 11 zusatzlich Durchkontakderungen 

Die einfacb und kompakt aufgebaute Modul/Batte- 32 in die GuB masse 15 eingebracht, die sich dann in 

rie-Einheit gemSB Fig. 6 kann vorteilhafterweise schon gedrehter Lage der Modul/Batterie-Einheit von auBen 

mittels kleiner Ergflnzungen (28, 29, 32) an die vendue- durch die obere Kartendeckfohe hindurch kontaktieren 

densten Kartenanwendungen angepafit werdea Die lassea 

schraffierten Saulen 28, 29, 32 stellen Durchgangsboh- 60 GemaB einer funften Variante weist die Chipkarte 

mngen durch den IC-Trfigerstretfen 20 bzw. durch die zusatzliche Mondulkontaktflachen auf, um uber eine 

GuBmasse 15 dar. Die Bohrungen werden mit einer lei- oben erwahnte Leiterbahnfolie zusatzlich noch eine 

tenden Paste ausgefQllt und stellen somit eine leitende LCD- Anzeige ansteuern zu kfinnea 

Verbindungher. Wenn die Chipkarte gemaB einer sechsten Variante 

Wenn die Chipkarte von auBen Qber die Modulkon- 65 als Hybridkarte, d. a sowohl kontaktbehaftet als auch 

takte 9 kontaktierbar sein soli, mussen diese, wie in kontaktlos koppelbar, ausgebildet sein soli, wird die 

Fig. 6 dargestellt, zuganglich seia Ober Bonddrahte 11 Modul/Batterie-Einheit wieder in die in Fig. 6 gezeigte 

sind die Modulkontakte 9 durch Locher 10 des IC-Tra- Lage zurtckgedreht, so daB die Modulkontaktflachen 9 
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nach auflen zeigea AuBerdem werden ahnlicb der 
Dnickkontaktierung 32 der vierten Variante noch 
Durchkontaktieruhgen 29 seitlich an den Bonddrahten 
vorbei in die GuBmasse 15 und den IC-Trager 20 einge- 
bracht, die die entsprechenden Stromversorgungsan- 5 
schlQsse 9 mit der Kartenantenne verbinden. 

Mit den gleichen leitenden Hementen kann gemiB 
einer siebten Variante aucb eine kontaktbehaftete Chip- 
karte mit LCD-Anzeige ausgebildet werdea wenn zu- 
satzlich oder alternativ zu den Diirchkontaktierungen 10 
29 noch andere Durchkontaktierungen geschaffen wer- 
den, welche die entsprechenden Modulkontakte 9 mit 
LCD- Anzeige-Lekerbahnen verbinden. 

FOr den Fall, daB die BatteriezeUe 1 im Verhlltnis zur 
Normdicke der gesamten Kane relativ dOnn ausgebil- 15 
det ist, kann die Modul/Batterie-Emheit besonders ein- 
fach gestaltet werden. Wie Fig. 7 zeigt, kann in diesem 
Fall das Elektrodenblatt 13 direkt fiber einen Bonddraht 
33 mit dera Chip 3 verbondet werden, so daB kein Lei* 
terstreifen, wie in den Fig. 3 und 6 gezeigt, erforderlicb 20 
ist Vorzugsweise wird in diesem FaO das Elektroden- 
blatt 12 fiber einen Leitkleber 34 an die Modulkontakt- 
flache 35 angeschlossen, die wiederum fiber einen Bond- 
draht 36 mit dem Chip 3 verbunden ist 

WenndiebeidenElektrodenbiatterindieserWeisean 25 
den IC-Chip 3 angeschlossen sind, werden der Chip 3 
und die Bonddrfihte 1 1, 33, 36 mitt els einer GuBmasse 15 
schutzend vergossen. Die Anpassung der gezeigten Mo- 
dul/Batterie-£inheit kann in der in Zusammenhang mit 
Fig. 6 erlauterten Weise erf olgea 30 

Neben dem in Zusammenhang mit Fig. 4 erlauterten 
Verfahren wird auBerdem als erftnderiscfa angesehen, 
daB fOr die Herstellung der erfindungsgemaBen Chip- 
modul/Batterie-Einheit eine zunachst keine Aussparun- 
gen aufweisende Flachzelle mitt els einer Stanzbearbei- 3s 
tung zu einer BatteriezeUe mit Aussparung bzw. Durch- 
bmch umgewandelt wird. Dadurch kann eine fur die 
Erfindung geeignete Flachzelle besonders einfach her- 
gestellt werdea Im AnschluB an diesen Stanzvorgang 
wird das Chipmodul vorzugsweise mit der den IC-Chip 40 
tragenden Seite voran in die Aussparung der Batterie- 
zeUe gesetzt Anschliefiend werden die Batteriean- 
schlQsse mit den entsprechenden Anschlflssen des IC- 
Chips verbondet, bevor die Aussparung mit dem darin 
eingesetzten IC-Chip mit einer schutzenden GuBmasse 45 
vergossenwird 

Anhand der beschriebenen Gestaltungsprinzipien 
wird deutlich, daB man mit Hilfe der erfmdungsgem&Ben 
Integration des Chipmoduls in die Batterie ohne grofien 
konstnikdven Aufwand eine Vielzahl von Kartentypen 50 
in einf acher Weise erzeugen kann. 

Patentansprflche 

1. Chipkarte mit einer Batterie, wobei die Batterie 55 
als Flachzelle ausgefdhrt ist und in das Innere des 
Kartenkdrpers integriert ist und wobei ein den 
Chip enthaltendes Chipmodul zumindest teilweise 
in einer Aussparung der Flachzelle untergebracht 
ist 60 
Z Chipkarte nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Flachzelle durch zwei parallel zu- 
einander verlaufende Elektrodenflachen abge- 
schlossen ist 

X Chipkarte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 65 
kennzeichnet daB die Aussparung durch einen 
Durchbruch durch die Flachzelle gebildet wird. 
4. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 



sprilche, dadurch gekennzeichnet, daB das Chipmo- 
dul vollstandig in der Aussparung integriert ist 
5. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sp niche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ausspa- 
rung durch eine zentrale Aussparung zur Aufnab- 
me des Chipmoduls so wie zwei seitliche, vorzugs- 
weise bezflglich der zentralen Aussparung gegen- 
Qberliegende Aussparungen gebildet wild, wobei in 
die seitlichen Aussparungen Anschlufikontakte der 
Flachzelle ragen, die zur eiektrischen Kontaktie- 
rung des Chipmoduls mit der Flachzelle dienea 
& Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet, daB eine elektri- 
scbe Verbindung zwischen dem Chip und der 
Flachzelle durch Bondverbindungen zwischen An- 
schlufikontakten der Flachzelle und AnschluBkon- 
takten des Chips erfolgt 

7. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnete daB die Ausspa- 
rung nach Einbringung des Chipmoduls mit einer 
isoberenden Masse, vorzugsweise mit GieBharz ge- 
fttlltwird. 

8. Chipkarte nach einem-der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnete daB Kontaktfll- 
chen des Chipmoduls, die zur extern en Kontaktie- 
rung des Chips dienen, mit BatterieanschluBkon- 
takten der Flachzelle in einer Ebene liegen. 

9. Chipkarte nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnete daB die gemeinsame Kontaktebene nicht 
mit den Ebenen der Elektrodenflachen der Flach- 
zelle zusammeniaUt 

10. Chipkarte nach einem der vorhergehenden An- 
sprQche, dadurch gekennzeichnete daB das Chip- 
modul zwei Kontakderungsebenen aufweist, wobei 
die erste Kontaktierungsebene mit einer Oberfla- 
che des Kartenkdrpers zusammenffillt und wobei 
die zweite Kontaktierungsebene innerhalb des 
Kartenkdrpers liegt und zum AnschluB weiterer 
auf der Karte befindlicher elektrischer Komponen- 
ten an das Chipmodul dient 

1 1. Verfahren zur Montage ernes Chipmoduls und * 
einer BatteriezeUe zu einer Modul/Batterie-Einheit 
mit folgenden Schritten: 

Verwenden einer Flachzelle als Batterie, die durch 
zwei zueinander parallel verlaufende Elektroden- 
flachen abgeschlossen wird und einen Durchbruch 
aufweist, in den AnschhiBkontakte der Flachzelle 
hineinragen, 

Plazieren der Flachzelle auf ein Formwerkzeug, 
wobei die Aussparung der Flachzelle mit einer Aus- 
sparung in dem Formwerkzeug zusammenf&Qt, 
Einbringen eines Chipmoduls in die Aussparung 
der Flachzelle sowie in die Aussparung des Form- 
werkzeuges, wobei die Kontaktflachen des Chip- 
moduls zum Formwerkzeug hinweisen, 
Verwenden eines Biegewerkzeuges, um die in die 
Aussparung der Flachzelle hineinragenden An- 
schluflkontakte so zu verbiegen, daB sie mit den 
AnschluBkontakten des Chipmoduls in einer Ebene 
liegen, 

Verbonden der AnschluBkontakte der Flachzelle 
mit AnschluBkontakten des Chipmoduls, 
VergieBen der Aussparung der Flachzelle, und 
Entfernen der Flachzelle mit dem in der Ausspa- 
rung enthaltenden Chipmodul von dem Formwerk- 
zeug. 

12 Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Durch- 
bruch in der Flachzelle mittels eines Stanzvorgan- 
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